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22项电子行业标准编号、名称及主要内容等一览表
	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准

	1 
	SJ/T 12260-2026
	薄膜晶体管紧凑模型技术要求
	本文件规定了薄膜晶体管紧凑模型的技术要求，包括模型的建立、验证和校准要求
本文件适用于半导体薄膜晶体管的模型开发和电路设计
	

	2 
	SJ/T 11138.1-2026
	SYWV-75-5型电缆分配系统用物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆
	本文件规定了SYWV-75-5型电缆分配用物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆的电缆型号和名称、材料和电缆结构、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等
本文件适用于5 MHz～3000 MHz的闭路电视系统、共用天线电视系统和有线电视系统中传输模拟和数字信号用SYWV-75-5型电缆分配系统用物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆
	SJ/T 11138.1-1997

	3 
	SJ/T 11138.2-2026
	SYWV-75-7、SYWY-75-7型电缆分配系统用物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆
	本文件规定了SYWV-75-7、SYWY-75-7型电缆分配用物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆的电缆型号和名称、材料和电缆结构、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等
本文件适用于5 MHz～3000 MHz的闭路电视系统、共用天线电视系统和有线电视系统中传输模拟和数字信号用SYWV-75-7型电缆分配系统用物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆
	SJ/T 11138.2-1997

	4 
	SJ/T 11138.3-2026
	SYWV-75-9、SYWY-75-9、SYWLY-75-9型电缆分配系统用物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆
	本文件规定了SYWV-75-9、SYWY-75-9、SYWLY-75-9型电缆分配用物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆的电缆型号和名称、材料和电缆结构、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等
本文件适用于5 MHz～3000 MHz的闭路电视系统、共用天线电视系统和有线电视系统中传输模拟和数字信号用SYWV-75-9、SYWY-75-9、SYWLY-75-9型电缆分配用物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆
	SJ/T 11138.3-1997

	5 
	SJ/T 11138.4-2026
	SYWLY-75-12型电缆分配系统用物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆
	本文件规定了SYWLY-75-12型电缆分配用物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆的电缆型号和名称、材料和电缆结构、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等
本文件适用于5 MHz～3000 MHz的闭路电视系统、共用天线电视系统和有线电视系统中传输模拟和数字信号用SYWLY-75-12型电缆分配系统用物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆
	SJ/T 11138.4-1997

	6 
	SJ/T 11460.7.1-2026
	显示光源组件 第7-1部分：LED背光电气信号接口
	本文件规定了显示光源组件中LED背光的电气信号接口要求
本文件适用于带有动态背光控制功能的液晶电视产品，其他带有动态背光控制功能的液晶显示产品可参考本文件
	

	7 
	SJ/T 12264-2026
	磁性随机存储芯片耐久性、数据保持及抗磁性试验方法
	本文件描述了磁性随机存储芯片耐久性、数据保持及抗磁性试验的试验设备、试验类型及程序等
本文件适用于磁性随机存储芯片鉴定验收和评价检测活动
	

	8 
	SJ/T 12161.2-2026
	面向自动驾驶应用的计算芯片 第2部分：车载异构计算测评规范
	本文件规定了对面向自动驾驶应用的异构计算芯片进行功能、性能测试的测试指标、测试方法和要求
本文件适用于第三方机构对面向自动驾驶应用的计算芯片进行综合性的性能测试与评估，同时为用户对面向自动驾驶应用的计算芯片的选型与采购提供参考
	

	9 
	SJ/T 12248-2026
	太阳能单晶硅生长石英坩埚用石墨电极和连接件
	本文件规定了太阳能单晶硅生长石英坩埚用石墨电极和连接件的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存、质量证明书和订货单
本文件适用于电弧法制造太阳能单晶硅生长石英坩埚用石墨电极和连接件，包括：石墨电极、接头、连杆、调节片等
	

	10 
	SJ/T 12269-2026
	信息技术 系统间远程通信和信息交换 基于OFDMA的反向散射通信媒体访问控制层
	本文件规定了基于OFDMA的反向散射通信的通信过程、帧结构、子载波的超时释放、冲突退避机制和并发配置方法
本文件适用于基于OFDMA的反向散射通信的设计、应用、部署及产品研发
	

	11 
	SJ/T 12270-2026
	信息技术 系统间远程通信和信息交换 基于OFDMA的反向散射通信物理层
	本文件规定了基于OFDMA的反向散射通信的参考模型、系统架构、物理层管理信息、上下行链路物理层要求、数据处理流程以及频段和信道等
本文件适用于基于OFDMA的反向散射通信产品/系统的设计、应用、部署及产品研发
	

	12 
	SJ/T 12267-2026
	信息技术 基于极化码的无线通信系统 视频传输技术要求和测试方法
	本文件规定了基于极化码的无线通信系统的视频流媒体传输的技术要求和测试方法
本文件适用于基于极化码的无线通信系统的视频设备的设计、开发和测试
	

	13 
	SJ/T 12268-2026
	信息技术 基于极化码的无线通信系统 音频传输技术要求和测试方法
	本文件规定了基于极化码的无线通信系统的音频传输技术要求和测试方法
本文件适用于基于极化码的无线通信系统的音频设备的设计、开发和测试
	

	14 
	SJ/T 12266-2026
	生物特征识别 多模态 掌纹掌静脉识别系统技术规范
	本文件确立了掌纹掌静脉识别系统的参考架构，规定了融合方式、功能要求及性能要求，描述了对应的测试方法
本文件适用于掌纹掌静脉识别系统的设计、开发、应用与测试
	

	15 
	SJ/T 12272-2026
	耳开放式耳机通用规范
	本文件规定了耳开放式耳机及其充电盒的技术要求、安全要求、环境适应性要求，描述了相应的检测方法，同时对外观、标识、标志等进行了规定
本文件适用于耳开放式耳机的研发、测试和验收
本文件不适用于单边耳机、骨传导耳机和智能眼镜
	

	16 
	SJ/T 12273-2026
	半导体器件封装用烧结银焊膏
	本文件规定了半导体器件封装用烧结银焊膏的分类、要求、检验规则、检验方法以及标志、包装、运输和贮存要求
本文件适用于半导体器件封装用烧结银焊膏。低温连接结构、高温服役结构、高导热界面连接结构等所用的烧结银焊膏可参照
	

	17 
	SJ/T 10414-2026
	半导体器件用焊料
	本文件规定了半导体器件用焊料的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输、贮存
本文件适用于半导体器件用焊料
	SJ/T 10414-2015

	18 
	SJ/T 10753-2026
	电子器件用金、银及其合金钎料
	本文件规定了非氧化气氛（钎焊过程中防止氧化物产生的气氛及真空）中钎焊电子器件用金、银及其合金钎料的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输、贮存等
本文件适用于非氧化气氛中钎焊电子器件用金、银及其合金钎料
	SJ/T 10753-2015

	19 
	SJ/T 11025-2026
	电子器件用银铜钎焊料的分析方法 铅的测定
	本文件规定了以原子光谱法测定电子器件用银铜钎焊料中铅含量的分析方法，包括用电感耦合等离子体原子发射光谱法和原子吸收分光光度法
本文件适用于电子器件用银铜钎焊料铅含量的测定。测定范围（质量分数）：电感耦合等离子体原子发射光谱法测定范围为0.0001%～0.20%；原子吸收分光光度法测定范围为0.0005%～0.002%
	SJ/T 11025-1996

	20 
	SJ/T 11639-2026
	电子制造用水基清洗剂
	本文件规定了电子制造用水基清洗剂的要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存
本文件主要适用于电子制造过程用水基清洗剂
	SJ/T 11639-2016

	21 
	SJ/T 11584-2026
	锡球规范
	本文件规定了锡球的要求、试验方法、检验规则及标识、包装、运输和贮存等内容
本文件适用于半导体封装、微组装和表面贴装用的锡球
	SJ/T 11584-2016

	22 
	SJ/T 12288-2026
	基于信息采集控制的圆顶工程技术规范
	本文件为规范基于信息采集控制的圆顶工程建造，提高工程建设水平，满足设备运行和维护要求，做到技术先进、质量可靠、经济合理、安全适用、节能环保
本文件适用于新建、扩建和改建的基于信息采集控制的圆顶工程的设计、施工、验收、运行和维护
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